Teplovodiva pasta GD900, 30g

Koéd produktu: AM2976
EAN13: 6943219000307
HS kéd: 38249996

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Farba: Seda

Max. prevadzkova teplota: 200°C it 7R

Tepelna vodivost: 4.8W/mK “hi}{;ﬁéﬁuu; WA s
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Mnozstvo: 309

Popis produktu:

Kvalitna teplovodiva pasta na chladice s tepelnou vodivostou az 4.8W/mK. Termopasta je urena na zabezpecenie lepsieho prenosu tepla medzi
tepelnym zdrojom - elektronickou komponentou a jej chladicom. Ta vyplfia nerovnosti medzi povrchom chladi¢a a povrchom chladené
komponenty a tym zvysSuje prenos tepla na chladi¢, ktory mé potom vacsiu efektivitu chladenia. Vdaka pouzitiu teplovodivej pasty tak celkovo
zefektivnite chladenie a predizite Zivotnost chladenych komponentov. Vhodné pre vietky polovodi¢e (LED diédy), procesory, grafické karty,
pamatové moduly a dalSie. Pasta nie je elektricky vodiva.

Tepelna vodivost: 4.8W/mK

Minimélna prevédzkové teplota: -50°C

Maximalna prevadzkova teplota: 200°C

Merna hmotnost: > 2.3 g/Cc

Hmotnost balenia: 30g

Balenie obsahuje aj plastovu stierku na jednoduchs$ie nandsanie.
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